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【公表番号】特表2014-500335(P2014-500335A)
【公表日】平成26年1月9日(2014.1.9)
【年通号数】公開・登録公報2014-001
【出願番号】特願2013-531673(P2013-531673)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  23/06     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   3/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   9/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   7/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   3/44     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   3/30     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  47/02     (2006.01)
   Ｂ２９Ｋ  23/00     (2006.01)
   Ｂ２９Ｌ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ  23/06    　　　　
   Ｃ０８Ｊ   3/20    ＣＥＳＺ
   Ｈ０１Ｂ   9/00    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｂ   7/02    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ   3/44    　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｂ   3/30    　　　Ｐ
   Ｂ２９Ｃ  47/02    　　　　
   Ｂ２９Ｋ  23:00    　　　　
   Ｂ２９Ｌ   9:00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年9月4日(2014.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）及び少量の高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）を含むポ
リマー組成物を、少なくともＨＤＰＥの融解温度まで加熱することと、
０．１℃／ｍｉｎから２０℃／ｍｉｎまでの冷却速度で、加熱されたポリマー組成物を制
御冷却することと、
ポリマー組成物を形成することと
を含む方法。
【請求項２】
　ＡＣ絶縁破壊強度が、ＡＳＴＭ　Ｄ　１４９に従って８５マイクロメートルの薄膜上で
測定して、１７０ｋＶ／ｍｍ超であるポリマー組成物を形成することを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）及び少量の高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）を含むポ
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リマー組成物をＨＤＰＥの融解温度を超える温度まで加熱することと、
伝導体上に加熱されたポリマー組成物を押出すことと、
０．１℃／ｍｉｎから２０℃／ｍｉｎの間の冷却速度で伝導体上に位置付けられた加熱さ
れたポリマー組成物を制御冷却することと、
伝導体上に、ポリマー組成物を含む被覆膜を形成することと
を含む、被覆伝導体を製造する方法。
【請求項４】
　伝導体と、
伝導体上の被覆膜であって、大部分の量の低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）の中に分散し
た少量の高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）のラメラを含むポリマー組成物を含む被覆膜と
を含む、被覆伝導体。
【請求項５】
　ポリマー組成物が、ＡＳＴＭ　Ｄ　１４９に従って８５マイクロメートルの薄膜上で測
定して、１７０ｋＶ／ｍｍ超のＡＣ絶縁破壊強度を有する、請求項４に記載の被覆伝導体
。
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